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社会责任工作部 社会责任、新闻宣传、文化实践、员工关爱、扶贫、援疆援藏、
志愿服务、公益捐助管理

办公厅 信息化建设、对外合作、应急管理

董事会办公室 公司议事规则、公司治理

规划科技部 战略合作、科技创新、重大投资、重点工程

资产经营部 业务重组、资本运作、资产管理、董监事管理

生产运营部 管理创新、安全生产、园区建设、职业健康、节能减排

市场营销部 市场体系建设、市场拓展、展览展示、品牌管理

系统装备部 系统装备体系建立、能力提升

财务部 全面预算管理、业绩考核、降本增效、融资融券、内控管理

人力资源部 劳动用工、薪酬福利、教育培训、职业发展、员工关爱

法律事务部 全面风险管理、依法经营

纪检监察部 反腐倡廉、效能监察

审计部 财务收支审计、管理审计、内控评价
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2015 年

公司实现营业收入 1981.91 亿元

资产总额达 2477.85 亿元

连续 6 年入选《财富》世界 500 强

排名上升至 329 位，较去年上升 37 位



公司治理

守法合规

审计内控

风险管理



反腐败







信息服务系统工程
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品质产品

案例

案例

案例



案例

案例

满意服务



案例

案例

国家二级比赛
 2015年中国
技能大赛之一

电子设备装接工

维修电工
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封装工艺流程 
•Taping贴膜—Wire bonding为前段

•
•

Molding模封—Visual inspection为后段

Taping 贴膜 Backside grinding 
研磨

Wafer Mount 
贴片

Dicing 切片
Die bonding 
贴芯片

Wire bonding 
焊线

Molding 模封Marking 打标

d

Flux

Substrate

Ball pad
D

Ball mount 
植球

Saw singulation
分割

Visual inspection
外观检查

Packing 包装

Adhesive attach
刷胶

切割废水缓冲桶 切割废水缓冲桶负压式UF 正压式UF

储水桶MB混床0.2um 过滤器

初级纯水桶

RO膜系统

后段基板切割使用点

前段晶圆研磨，切割使用点

生产切割废水

CEDI系统 UV除菌 抛光树脂

0.1um过滤器

活性炭 石英砂 自来水

UV除菌
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建设和谐社区
为客户提供更有品质的产品和更令人满意的服务，使民众更多
享受科技进步成果；关爱员工，关注成长，保障合法权益，实
现职业梦想；关注社区建设，积极与周边社区融合，持续开展
扶贫援藏工作，开展形式多样的志愿服务，打造品牌公益项目。

保护绿色生态
健全环境管理体系，加大环保投入，实施绿色办公，提高全员
环保意识；开展绿色生产，积极推广应用节能减排技术，建造
绿色低碳园区，促进企业与环境的共生、共融、共发展。

创造共享价值
进一步提升企业内部各产业板块之间的协同发展，加强企业外
部的供应链协同、合作伙伴协同，汇聚责任合力；强化海外履责，
关爱当地民生与保护环境，促进经济、环境和社会的和谐统一。

追求创新发展
持续加强管理创新，深化企业改革，创新顶层设计，开拓创新
路径，将电子信息产业领域的创新基因融入生产运营方方面面；
着力加强科技创新驱动转型发展，注重以重大项目、重大工程
引领科技创新，加大科技投入，提高创新能力，推动供给侧结
构性改革，贡献更优产品，提供更佳服务。





公司简介

产业版图



参考标准

数据说明

编制流程

延伸阅读

联系方式
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